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二、说明、目录、图表目录

       2016年度，半导体设备的订单需求旺盛，北美半导体设备订单出货比（BB ratio）和日本半

导体设备订单出货比大部分时间大于1，同时半导体设备的订单额也处于近几年来的较高点，

半导体行业正经历一波投资热潮。  

 2012-2016年北美半导体设备订单额和出货额（百万美元）数据来源：公开资料

 2012-2016年日本半导体设备订单额和出货额（百万日元）数据来源：公开资料

 

      智研数据研究中心发布的《2017-2022年中国半导体行业深度研究与投资前景预测报告》共

十二章。首先介绍了半导体产业相关概念及发展环境，接着分析了中国半导体行业规模及消

费需求，然后对中国半导体行业市场运行态势进行了重点分析，最后分析了中国半导体行业

面临的机遇及发展前景。您若想对中国半导体行业有个系统的了解或者想投资该行业，本报

告将是您不可或缺的重要工具。

      本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数

据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市

场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据

主要来自于各类市场监测数据库。

 

报告目录：

第一章 2014-2016年全球半导体产业发展分析

1.1　2014-2016年世界半导体市场总体分析

1.1.1　市场特点分析

1.1.2　全球市场规模

半导体投资的主要增长因素是中国对集成电路产业的投资增长，同时NAND 厂商目前在3D

NAND 领域的投资也有快速增长。半导体市场方面，市场销售开始复苏：2016 年上半年，销

售额同比为负增长；从6 月份开始，降幅开始持续收窄，到9 月份实现同比正增长。

 2012-2016年全球半导体月销售额数据来源：公开资料

 

1.1.3　市场竞争格局

1.1.4　行业整并形势

1.1.5　未来发展趋势

世界半导体贸易组织（WSTS）最新预计2016年全球半导体销售额同比将微量下跌0.1%，比春



季时预测的2.4%降幅收窄，其中美洲和欧洲地区的销售额有较大的降幅，而日本和亚太地区

则保持正增长。WSTS还预计2017年和2018年全球半导体销售额将实现正增长，增速分别

为3.3%和2.3%，各个地区都将保持正增长。产品类别方面，传感器、模拟电路的增长率较高

，尤其是传感器，在2016年预计同比增长22.6%。

 世界半导体贸易组织对2016年到2018年全球半导体销售额的预测     2016   年秋季   销售额（百

万美元）   同比增速（%）       2015   2016E   2017E   2018E   2015   2016E   2017E   2018E       美洲  

68738   64237   67237   69001   -0.8   -6.5   4.7   2.6       欧洲   34258   32586   33352   34093   -8.5   -4.9   2.3 

 2.2       日本   31102   32105   32870   33446   -10.7   3.2   2.4   1.8       亚太   201070   206025   212641  

217436   3.5   2.5   3.2   2.3       全球合计合计   335168   334953   346100   353977   -0.2   -0.1   3.3   2.3       

分立半导体   18612   19399   19952   20603   -7.7   4.2   2.9   3.3       光电器件   33256   32059   32976  

32513   11.3   -3.6   2.9   -1.4       传感器   8816   10810   11746   12341   3.7   22.6   8.7   5.1       集成电路  

274484   272685   281426   288519   -1.0   -0.7   3.2   2.5       模拟电路   45,228   47,379   49,703   51,378  

1.9   4.8   4.9   3.4       微处理器   61,298   62,719   63,440   64,754   -1.2   2.3   1.2   2.1       逻辑电路  

90,753   88,286   90,699   92,379   -1.0   -2.7   2.7   1.9       存储器件   77,205   74,301   77,585   80,007   -2.6 

 -3.8   4.4   3.1       所有产品合计   335,168   334,953   346,100   353,977   -0.2   -0.1   3.3   2.3   数据来源

：公开资料

 

1.2　2014-2016年美国半导体市场发展分析

1.2.1　美国产业形势

1.2.2　市场发展规模

1.2.3　政策助力发展

1.2.4　产业发展战略

1.2.5　未来发展前景

1.3　2014-2016年韩国半导体市场发展分析

1.3.1　全球产业地位

1.3.2　市场发展动力

1.3.3　竞争形势分析

1.3.4　产业创新模式

1.3.5　设备产业战略

1.3.6　未来市场发展

1.4　2014-2016年日本半导体市场发展分析

1.4.1　行业发展历史



1.4.2　产业发展现状

1.4.3　市场竞争格局

1.4.4　行业发展经验

1.5　2014-2016年其他国家半导体产业发展分析

1.5.1　英国

1.5.2　德国

1.5.3　印度

 

第二章 中国半导体产业发展环境分析

2.1　政策环境

2.1.1　智能制造政策

2.1.2　集成电路政策

2.1.3　半导体产业规划

2.1.4　&ldquo;互联网+&rdquo;政策

2.2　经济环境

2.2.1　国民经济运行状况

2.2.2　工业经济增长情况

2.2.3　固定资产投资情况

2.2.4　经济转型升级形势

2.2.5　宏观经济发展趋势

2.3　社会环境

2.3.1　互联网加速发展

2.3.2　智能产品的普及

2.3.3　科技人才队伍壮大

2.4　技术环境

2.4.1　技术研发进展

2.4.2　无线芯片技术

2.4.3　技术发展趋势

 

第三章 2014-2016年中国半导体行业发展分析

3.1　中国半导体产业发展综述

3.1.1　行业基本概述



3.1.2　行业发展意义

3.1.3　市场形势分析

3.1.4　产业发展基础

3.1.5　上游行业发展

3.2　2014-2016年中国半导体市场发展规模

3.2.1　产业发展规模

3.2.2　市场规模现状

3.2.3　销售市场规模

3.2.4　产业资金投资

3.3　2014-2016年中国半导体技术研发进展

3.3.1　技术发展现状

3.3.2　技术发展动态

3.3.3　技术未来趋势

3.4　中国半导体行业发展问题分析

3.4.1　行业发展问题

3.4.2　市场竞争困境

3.4.3　企业突围挑战

3.5　中国半导体市场发展应对策略

3.5.1　产业政策建议

3.5.2　市场应对策略

3.5.3　企业发展策略

 

第四章 2014-2016年中国半导体行业上游半导体材料发展分析

4.1　半导体材料相关概述

4.2　2014-2016年全球半导体材料发展状况

4.2.1　市场发展回顾

4.2.2　市场现状分析

4.2.3　行业研发动态

4.2.4　市场趋势展望

4.3　2014-2016年中国半导体材料行业运行状况

4.3.1　产业发展特点

4.3.2　行业销售规模



4.3.3　市场格局分析

4.3.4　产业转型升级

4.3.5　行业成果分析

4.4　主要半导体材料市场发展分析

4.4.1　硅片

4.4.2　靶材

4.4.3　掩膜版

4.4.4　光刻胶

4.4.5　电子气体

4.4.6　高纯化学试剂

4.4.7　化学机械研磨

4.5　半导体材料行业存在的问题及发展对策

4.5.1　行业发展滞后

4.5.2　产品同质化严重

4.5.3　供应链不完善

4.5.4　产业创新不足

4.5.5　行业发展建议

4.6　半导体材料产业未来发展前景展望

4.6.1　行业发展趋势

4.6.2　行业需求分析

4.6.3　行业前景分析

 

第五章 2014-2016年中国半导体行业中游集成电路发展分析

5.1　2014-2016年中国集成电路发展总况

5.1.1　全球市场规模

5.1.2　产业政策推动

5.1.3　主要应用市场

5.1.4　市场规模现状

5.2　2014-2016年中国IC设计产业发展分析

5.2.1　产业发展历程

5.2.2　市场发展现状

5.2.3　市场竞争格局



5.2.4　企业专利情况

5.2.5　国内外差距分析

5.3　2014-2016年中国晶圆制造行业发展分析

5.3.1　晶圆制造工艺

5.3.2　晶圆加工技术

5.3.3　国外企业模式

5.3.4　全球市场竞争

5.3.5　国内现行模式

5.3.6　国内市场布局

5.3.7　产业面临挑战

5.4　2014-2016年中国芯片封装测试行业发展分析

5.4.1　封装技术介绍

5.4.2　芯片测试原理

5.4.3　主要测试分类

5.4.4　封装市场现状

5.4.5　封测竞争格局

5.4.6　发展面临问题

5.4.7　技术发展趋势

5.5　中国集成电路产业发展的问题及对策

5.5.1　发展面临问题

5.5.2　发展对策分析

5.5.3　产业突破方向

5.5.4　&ldquo;十三五&rdquo;发展建议

5.6　集成电路行业未来发展趋势及潜力分析

5.6.1　全球市场趋势

5.6.2　国内行业趋势

5.6.3　行业机遇分析

5.6.4　市场规模预测

 

第六章 2014-2016年中国半导体行业中游半导体设备发展分析

6.1　2014-2016年半导体设备行业发展分析

6.1.1　产业链位置



6.1.2　产业发展地位

6.1.3　市场发展主体

6.2　2014-2016年全球半导体设备市场发展形势

6.2.1　全球销售规模

6.2.2　行业投资规模

6.2.3　重点设备企业

6.2.4　发展潜力分析

6.3　2014-2016年中国半导体设备市场发展现状

6.3.1　发展形势分析

6.3.2　市场规模分析

6.3.3　销售市场格局

6.3.4　重点企业发展

6.3.5　巨大替代空间

6.4　半导体设备核心工艺发展分析

6.4.1　光刻机

6.4.2　刻蚀机

6.4.3　化学气相沉积

6.5　中国半导体设备企业面临的发展障碍

6.5.1　技术壁垒成为最大障碍

6.5.2　获得巨头认可尤为关键

6.5.3　需要大量的资金支撑

6.6　中国半导体设备市场投资机遇分析

6.6.1　行业投资机会分析

6.6.2　建厂加速拉动需求

6.6.3　国内实现进口替代

6.6.4　产业政策扶持发展

 

第七章 2014-2016年中国半导体行业下游应用领域发展分析

7.1　物联网

7.1.1　产业链的地位

7.1.2　市场规模现状

7.1.3　关键技术分析



7.1.4　市场并购动态

7.1.5　未来发展前景

7.2　智能手机

7.2.1　市场发展规模

7.2.2　市场竞争形势

7.2.3　半导体技术应用

7.2.4　助推半导体发展

7.2.5　发展趋势分析

7.3　医疗设备

7.3.1　市场发展规模

7.3.2　半导体器件发展

7.3.3　半导体技术应用

7.3.4　未来发展前景

7.4　车用半导体

7.4.1　市场发展形势

7.4.2　市场产值规模

7.4.3　整体竞争态势

7.4.4　车联网拉动需求

7.4.5　行业并购加速

7.5　半导体照明

7.5.1　产品发展优势

7.5.2　市场发展形势

7.5.3　全球市场现状

7.5.4　中国产业发展

7.5.5　产品价格走势

7.5.6　未来发展前景

 

第八章 2014-2016年中国半导体产业区域发展分析

8.1　中国半导体产业区域布局分析

8.2　2014-2016年京津渤海区域半导体产业发展分析

8.2.1　区域的发展总况

8.2.2　半导体照明产业



8.2.3　北京市场的发展

8.2.4　石家庄产业发展

8.2.5　大连的产业现状

8.3　2014-2016年长三角地区半导体产业发展分析

8.3.1　区域市场发展形势

8.3.2　江苏半导体产业发展

8.3.3　浙江半导体产业形势

8.3.4　上海打造产业集聚地

8.4　2014-2016年珠三角地区半导体产业发展分析

8.4.1　区域产业发展现状

8.4.2　区域产业链条发展

8.4.3　深圳产业发展现状

8.4.4　东莞建成产业基地

8.5　2014-2016年中西部地区半导体产业发展分析

8.5.1　区域市场发展现状

8.5.2　武汉投建产业基地

8.5.3　重庆产业发展战略

8.5.4　西安半导体产业发展

 

第九章 2014-2016年国外半导体产业重点企业经营分析

9.1　英特尔

9.1.1　企业发展概况

9.1.2　经营效益分析

9.1.3　半导体业务发展

9.1.4　企业业务投资

9.1.5　转型发展战略

9.2　三星

9.2.1　企业发展概况

9.2.2　经营效益分析

9.2.3　半导体业务发展

9.2.4　市场竞争实力

9.2.5　企业发展战略



9.3　高通公司

9.3.1　企业发展概况

9.3.2　经营效益分析

9.3.3　半导体业务发展

9.3.4　收购动态分析

9.3.5　未来发展战略

9.4　海力士

9.4.1　企业发展概况

9.4.2　经营效益分析

9.4.3　企业业务发展

9.4.4　厂房建设动态

9.4.5　对华战略分析

9.5　德州仪器

9.5.1　企业发展概况

9.5.2　经营效益分析

9.5.3　产销模式变革

9.5.4　企业发展动态

9.5.5　市场发展战略

9.6　东芝

9.6.1　企业发展概况

9.6.2　经营效益分析

9.6.3　企业动态分析

9.6.4　产品研发进展

9.6.5　未来发展战略

9.7　美国镁光

9.7.1　企业发展概况

9.7.2　经营效益分析

9.7.3　企业动态分析

9.7.4　企业发展战略

9.8　博通公司

9.8.1　企业发展概况

9.8.2　经营效益分析



9.8.3　企业收购动态

9.8.4　产品研发进展

9.8.5　未来发展前景

9.9　英飞凌

9.9.1　企业发展概况

9.9.2　经营效益分析

9.9.3　半导体产业发展

9.9.4　企业收购动态

9.9.5　未来发展战略

 

第十章 2014-2016年中国半导体产业重点企业经营分析

10.1　展讯

10.1.1　企业发展概况

10.1.2　经营效益分析

10.1.3　新品研发进展

10.1.4　产品应用情况

10.1.5　未来发展前景

10.2　台积电

10.2.1　企业发展概况

10.2.2　经营效益分析
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